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Aus der Forschung

Spandicke bildanalytisch messen

Thiinen-Institut fiir Holzforschung und Grecon entwickeln System zur 3D-Vermessung von Spidnen

Von Jan T. Benthien, Sabrina Heldner
und Dr. Jan Ludtke*, Hamburg

Der Geometrie von Spénen ist ein be-
deutender Einfluss auf die Eigenschaf-
ten von Spanplatten zuzuschreiben.
Allerdings ist dieser Zusammenhang
bislang nur schwer fiir die Prozessop-
timierung zu nutzen. Die Erweiterung
der Prozesskontrolle um die Spandi-
ckenvermessung eroffnet jedoch neue
Maoglichkeiten.

Die Vermessung von Spdnen zur Her-
stellung von Spanplatten ist je nach ge-
nutzter Technologie wenig aussagekraf-
tig oder sehr aufwendig. Die Siebanaly-
se liefert ein kombiniertes Merkmal aus
Spanabmessung und -form, das als
Spangrole bezeichnet wird. Die zweidi-
mensionale, bildanalytische Vermes-
sung ruhender Spéne ist auf Spanlédnge
und -breite begrenzt, die Vermessung
im freien Fall (2D und 3D) ist in Abhén-
gigkeit der Partikelausrichtung zur Ka-
mera unterschiedlich prizise [1]. Die
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hidndische Spanvermessung mittels
Messschieber ist arbeits- und zeitinten-
siv sowie begrenzt reproduzierbar. Die
individuellen Schwiéchen dieser Metho-
den und Erfahrungen aus vorherigen
Projekten [2,3] fiihrten zum For-
schungsprojekt ,,3D-Span“**, in dem
das Thiinen-Institut fiir Holzforschung
und die Fagus-Grecon Greten GmbH &
Co. KG aus Alfeld in Niedersachsen ge-
meinsam ein System zur vollstdndigen
Spanvermessung entwickelt haben.

Das innovative Element ist die Erwei-
terung der bildanalytischen Spanver-
messung um die Spandicke, die in Kom-
bination mit der Ldngen- und Breitenin-
formation eine Effizienzsteigerung bei
der Spanplattenherstellung ermogli-
chen kann. Begriindet ist diese Erwar-
tung in zweierlei Hinsicht: Zum einen
wird den Spanabmessungen ein bedeu-
tender FEinfluss auf die Platteneigen-
schaften zugeschrieben [4,5], deren
Kenntnis sich zur Optimierung von Pro-
zessparametern, z.B. Holz oder Kleb-
stoffverbrauch, nutzen ldsst. Zum an-
deren konnen mit dem Wissen der aktu-
ell produzierten Spangeometrie War-
tungsintervalle bedarfsorientiert geplant
werden.

Hinter dem Zusammenhang von
Spanabmessungen und Platteneigen-
schaften steht einerseits die strukturge-
bende Eigenschaft der Spéne, anderer-
seits die mit sich dndernden Spanab-
messungen einhergehende Verdnde-

Messsystem 3D Particleview"
dreidimensionalen Spanvermessung
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Auf Forderband und Spéne projizierte
Laserlinie zur dreidimensionalen Di-
mensionserfassung

rung der Spanoberfliche. Diese hat —
bei massebezogenem Klebstoffeinsatz —
eine sich veréndernde Klebstoffbenet-
zung der Oberfldche zur Folge [5,6]. Die
Kenntnis der vollstdndigen Spangeome-
trie, insbesondere des Volumens, er-
moglicht folglich eine Optimierung von
Holz- und Klebstoffeinsatz bei konstan-
ten Platteneigenschaften.

Das Messprinzip des auf der diesjdh-
rigen ,,Ligna“ in Hannover vorgestellten
Systems ,3D Particleview* verbindet
bewéhrte Spanvereinzelung und Plat-
zierung mit innovativer Sensortechnik.
Nach der Spanvereinzelung durch Vi-
brationsrinnen werden die Spéane auf ei-
nem Forderband abgelegt, wodurch —
anders als im freien Fall — die willkiirli-
che Positionierung im Moment der Ver-
messung unterbunden wird. Der Ein-
satz eines laserbasierten Profilscanners
ermdglicht die Aufnahme der Hohenin-
formation der Partikel, was in der Regel
der Spandicke entspricht.

Ergidnzend zur Spandickenmessung
kann iiber die Auswertung aller Hohen-
koordinaten die Gestalt der oberen Par-
tikelhélfte rekonstruiert werden. Durch
Spiegeln dieser Gestalt werden auf die
untere Partikelhilfte und somit Parti-
kelvolumen und -oberflache realitéts-
nah generiert. Gegeniiber der zweidi-
mensionalen Spanvermessung kdnnen
aufgrund der Dickenmessung zusitz-
lich zum Breitenverhéltnis (Lédnge/Brei-
te) nun auch die Formfaktoren
Schlankheitsgrad (Ladnge/Dicke) und
Plattheit (Breite/Dicke)[7] berechnet
und fiir Auswertungen herangezogen
werden. Die Grafik oben zeigt beispiel-
haft die hdufigkeitsbasierte Verteilung
der Spandicke fiir einen industriell her-
gestellten Mittelschichtspan in Form ei-
nes normierten Histogramms, eine hie-
raus (Balkenhohe und Klassenmitte)
abgeleitete Liniendarstellung und die
Summenhdaufigkeit.

Die offensichtlichen Vorteile der au-
tomatisierten 3D-Spanvermessung ge-
geniiber der Handmessung sind eine
drastische Erh6hung der Anzahl an ver-
messenen Spdnen bei gleichzeitiger
Zeitersparnis sowie die Standardisie-
rung der Datenaufnahme.

Ein direkter Ergebnisvergleich von
bildanalytischer Spanvermessung und
Siebanalyse ist aufgrund der fundamen-
talen Unterschiede der Art der Basisda-
ten nicht moglich. Bei der Siebanalyse
werden die Spdne aufgrund der Ma-
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Grafische Darstellung der anzahlbasierten Verteilung der Spandicke (logarithmisch
skalierte Abszisse) sowie Box-Whisker-Darstellung der Verteilungsquantile, mit
insbesondere dem 50 %-Quantil (Q0,50, Median) als charakteristische Spandicke.

schenweite klassiert und die Masse des
Siebriickstandes bestimmt, wonach we-
der eine differenzierte Information iiber
die Spanabmessungen noch {iiber die
Partikelanzahl vorliegt. Die Bildanalyse
stellt ihrerseits keine massebezogene
Information fest, dafiir aber die indivi-
duellen Spanabmessungen sowie die
Oberfldche und das Volumen. Die Klas-
sierung der Spine sowie deren Charak-
terisierung sind folglich nach den Ab-
messungen (Linge, Breite, Dicke), der
Oberflache und dem Volumen moglich.
Fiir jede so erhaltene Verteilung lassen
sich Kennwerte berechnen (z.B. Medi-
an) und hieran die Unterschiede zu an-
deren Spénen statistisch vergleichen.

Die Siebanalyse zur Prozessiiberwa-
chung ist flir die Spanplattenindustrie
zwar naheliegend, da die Separierung
der Deck- und Mittelschichtspdne im
Herstellungsprozess ebenfalls {iber Sie-
be vorgenommen wird, doch verspricht
die bildanalytische Spanvermessung
insgesamt eine detailliertere Kontrolle
des Prozesses, da sich die Messdaten in
einer Vielzahl relevanter Kombinatio-
nen auswerten lassen. Erste Praxiser-
fahrungen aus dem industriellen Ein-
satz werden auf dem sechsten ,,Grecon
Holzwerkstoffsymposium* am 19. Sep-
tember in Berlin vorgestellt.
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